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(57) Abstract: The invention concerns a method 
for making an integrated circuit portable device, 
characterised in that it comprises the following 
steps: providing at least an integrated circuit chip 
( 10) arranged on at least a wafer (1 ) and surrounded 
by scribe lines (2); providing orifices (20) in the 
scribe lines (2) running through the wafer (1); 
producing an electric conduction path (25) covering 
the flank of each orifice (20) and extending from 
one contact pad ( 1 1) of a chip (10) adjacent to the 
orifice (20) up to a connection point ( 1 2). 

(57) Abrege: L' invention conceme un procede 
de fabrication d'un dispositif portable a circuit 
integre', caracterise en ce qu'il comporte les etapes 
suivantes: fourniture d'au moins une puce de circuit 
integre ( 10) disposee sur au moins une plaquette ( 1 ) et entouree par des chemins de decoupe (2); realisation d'ouvertures (20) dans 
leschemins de decoupe (2) traversant la plaquette (1); realisation d'un chemin de conduction electrique (25) couvrant le flanc 
de chaque ouverture (20) et s'e'tendant d'un plot de contact (11) d'une puce (10) adjacent a rouverture (20) jusqu'a un point de 
connexion (12). 
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PROCEDE DE FABRICATION DE DISPOSITIF PORTABLE A CIRCUIT 
INTEGRE AVEC CHEMINS DE CONDUCTION ELECTRIQUE 

La presence invent ion concerne un procede de 
fabrication de dispositifs elect roniques comportant au 
moms une puce de circuit integre connectee a une 

5 interface de communication a travers des chemins de 
conduction electrique . 

La presence invention peut s'appliquer a des 
dispcsitifs comportant une seule puce de circuit 
integre reliee a une interface de communication dont 

10 ies plages de connexion ne se trouvent pas en vis a vis 
des plots de contact de la puce. Des chemins de 
conduction eiectriques permettent aiors de realiser la 
connexion . 

La presence invention s' applique avantageusement a 
15 la fabrication de dispositifs electroniques comportant 
une pluralite de puces de circuit integre empilees et 
connectees entre eiles par des chemins de conduction 
electrique. Elle vise plus particulierement des 
dispositifs portables a circuits mtegres comportant de 
20 tels empilement relies a des interfaces de 
communication tels que hornier de connexion et/ou 
antenne . 

Ces dispositifs electroniques constituent des 
dispositifs portables par exempie, tels que des cartes 
25 a puce avec et/ou sans contact ou encore des etiquettes 
electroniques . 

La presente invention s' applique aux appareils 
electroniques tels que des cameras ou des piles de 
memo ires utilisees dans le domaine de l'aerospatiale, 
30 ou encore de 1 ' electrcnique embarquee dans des 
vehicules, par exempie. 
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L ' invenzion perrr.e: de reduire les dimensions du 
dispositif pour des applications dans lesquels 
1 ' encombrement doit etre maitrise . 



5 Un procede classique de fabrication d'une pile de 

circuits integres est iilustre sur la figure 1. 

Les puces de circuit integre 10 sont superposees 
par collage de la face arriere d'une puce 10 sur la 
face active de la precedente, les plots de contact 11 
10 de chaque puce 10 restant degages pour permettre une 
connexion par cablage filaire 17. 

Ce procede presente de nombreuses limites. 
D'une part, la connexion filaire 17 impose de 
mamtenir les plots de contact 11 degages, ce qui 
15 entraine une perte a'espace importante et des risques 
de pollution accrus. 

D ' autre part, 1 ' encombrement des fils de connexion 
17 et leur protection, par depot de resine ou autre, 
augmente encore le volume du micromodule obtenu. 
20 Un tel procede ne permet pas d'obtenir une pile de 

circuits integres ccmpacte et le nombre de circuits a 
empiler est necessairement iimite au fur et a mesure de 
1 ' empilement . 

En generale, l'empiiement est iimite a trois 
25 niveaux. 

La figure 2 iilustre un autre procede connu de 
fabrication de pile de circuits integres. 

Deux puces de circuit integre 10 sont superposees, 
une puce 10 etant retournee de maniere a ce que les 
30 plots de contact 11 des faces actives des deux puces 10 
scient en vis a vis pour une connexion en " flip chip " 
qui designe une technique connue de connexion dans 
laaueile la ouce est retournee. 
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Ce precede presence r.eanmoms de nonrireux 
inconveniences . 

Un tel empilemer.c est limine a deux puces de 
circuit i n c e g r e . 
5 De plus, la connexion des puces par la technique du 

" flip chip " est de faible cadence. 

Le but de la presence invention est de pallier aux 
inconvenients de 1 ' art anterieur pour la realisation de 
10 piles de circuits integres. 

A cet effet, la presente invention propose un 
precede de fabrication d'une pile de circuits integres 
oerr.ectant d' associer une fiabilite du produit f mi 
avec une simplicity et une reduction du nombre d'etapes 
15 de fabrication. 

En particulier, la presente invention propose de 
realiser des ouvertures dans les chemins de decoupe 
d'une plaquette portant des puces de circuit mtegre, 
et de realiser des chemins de conduction electrique 
20 entre les plots de contact des puces et un point de 
connexion situe sur la face arriere de la plaquette. 

Des contacts eiectriques pourront ainsi etre 
ecablis entre la face active de la puce et sa face 
arriere pour un empilement d ' une plural ite de puces de 
25 circuit . 

En outre 1' invention permet egalement de connecter 
une unique puce de circuit mtegre a une interface de 
communication de conception particuliere dans laquelle 
les plages de connexion ne se situent pas en vis a vis 
30 des plots de contact de la puce. Des chemins de 
conduction electrique permet tent alors de realiser la 
connexion en reliant les plots de contact de la puce a 
des points de connexion situes en vis a vis des plages 
de connexion de 1' interface de communication. 
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La presence invention a plus particul ierement pour 
OD]ec un precede de fabrication d'un dispositif, 
:arac:erise er. ce qu'il cenporue les etapes suivantes : 
5 - fcurmture d'au moins une puce de circuit 

mteare disposee sur au moins une piaquette et 
entouree par des chemins de decoupe ; 

realisation d'ouvertures dans les chemins 
de decoupe traversant la piaquette ; 
10 - realisation de chemins de conduction 

electnque couvrant le flanc de chaque ouverture 
et s'etendant d'un plot de contact d'une puce 
adjacent a 1 ' ouverture jusqu'a un point de 
connexion de la puce. 
15 Selon une premiere variante, les points de 

connexion sent situes sur la face arriere de la puce. 

Selon une seconde variante, les points de connexion 
sont situes sur la face active de la puce, le chemin de 
conduction electrique traversant la face arriere de la 
20 puce . 

Selon un premier mode de realisation, le procede 
selon 1' invention comporte en outre les etapes 
suivantes : 

mdividualisation d'une puce par sciage des 
25 chemins de decoupe ; 

connexion des plots de contact de la puce a 
une interface de communication en plac^ant les 
points de connexion de la puce en vis a vis des 
plages de connexion de 1' interface de 
30 communication . 

Selon un deuxieme mode de realisation, le procede 
comporte en outre les etapes suivantes : 

mdividualisation d'au moms deux puces par 
sciaoe des chemins de decoupe ; 
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empilemer.: des puces individual i sees de 
maniere a placer les points de connexion ec ies 
plots de contact de chaque puce en vis a vis ; 

connexion des plots de contact des puces 
5 empilees a travers les chemins de conduction 

eieccrique . 

Selon un troisieme mode de realisation, le procede 
comporte en outre les etapes suivantes : 

empilement des plaquettes compcrtant ies 
10 puces de circuit incegre de maniere a placer les 

points de connexion et les plots de contact de 
chaque puce en vis a vis ; 

connexion des plots de contact des puces 
empilees a travers les chemin de conduction 
15 electrique ; 

individualisation des piles de puces par 
sciage des chemins de decoupe des plaquettes 
superposees . 

Selon une caracterist ique , les connexions entre les 
20 plots de contact en les points de connexion des puces 
empilees sont realisees par collage. 

Selon une particularity de realisation, le collage 
est realise collect ivement par thermoact ivat ion . 

Selon une autre caracterist ique , que les connexions 
25 entre les plots de contacc et les points de connexion 
des puces empilees sont realisees collect ivement par 
soudure thermosonique . 

Selon une autre caracteristique, les connexions 
entre les plots de contacc et les points de connexion 
30 des puces empilees sont realisees collect ivement par 
thermocompression . 

Selon une autre caracterist ique , les connexions 
entre les plots de contacc ec les poincs de connexion 
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des puces err.ciiees son: real i sees colleen ve me n z par 

soudure ultrascnique . 

Selcn une autre caracteriscique, les connexions 

entre les plots de contact et les points de connexion 
5 des puces empiiees sent realisees cciiectivement par 

refusion d' un ailiage, prealablement applique sur les 

chemins de conduction electrique. 

Selon une variante de realisation, les ouvertures 

sont percees aux intersections des chemins de decoupe . 
10 Selon une autre variante de realisation, les 

ouvertures sont percees sur les boras des chemins de 

decoupe, a proximite des plots de contact des puces. 

Selon une variante, les chemins de conduction 

electrique sont realises en materiau metallique. 
15 Selon une autre variante, les chemins de conduction 

electrique sont realises en polymere conducteur. 

La presence invention concerne egalement un 
dispositif electronique comportant au moins une puce de 

20 circuit integre, caracterise en ce que les plots de 
contact de la puce sont relies a une interface de 
communication par des chemins de conduction electrique 
portes au moms en partie par la puce. 

L' invention s' applique en outre a un dispositif 

25 electronique comportant une pile d'au moins deux 
circuits integres, caracterisee en ce que les 
connexions entre les plots de contact des puces 
empiiees sont assurees par contact electrique a travers 
des chemins de conduction electrique couvrant chacun le 

30 flanc de la puce et s'etendant d'un plot de contact 
jusque sur la face arriere de la puce. 

Selon une caracterist ique , la pile de circuits 
integres est cennectee a une interface de communication 
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a t ravers au moins un des chemins de conduction 
eiectrique pcrces au moins en partie par la puce. 

Le precede selon I' invention esz simple a mettre en 
5 oeuvre ez permec d'obtenir des piles de circuits 
mcegres compactes pouvant avoir plus de trois niveaux. 

En particulier, 1 ' utilisation de plaquettes de 
circuits fines permettra une exceilente compacite de 
1 ' empilement . 

10 De telles piles peuvent etre reportees dans un 

support de carte aux dimensions standards ISO, soit 
d'une epaisseur de 0.76 mm. 

De plus, le procede de fabrication selon 
1' invention presence l'avantage de permettre une 
15 connexion collective des puces superposees, ce qui 
entraine un gain de temps et une reduction des couts. 

La connexion collective des puces peut etre 
realisee apres 1 ' individual isaticn des puces et leur 
empilement ou avant 1 ' individualisat ion en empilant les 
20 plaquettes. 

En outre, le procede de 1' invention permet un gain 
de matieres important. 

De plus, les caracterist iques electriques de la 
pile de circuits obtenue seront meilieures que celles 
25 obtenues par cablage filaire. On obtient en effet des 
caracteristiques comparables a celles obtenues par une 
connexion " flip chip " . 

Dans une variance de realisation, il esc egalement 
possible de realiser une antenna directement sur une 
30 face de la puce afin d'obtenir un micro empilement sans 
contact . 

L' invention permet en outre de realiser des 
deviations de contact sur une puce unique de maniere a 
la reporter directement sur une interface de 
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communication quel que sc:: le motif des plages de 
connexion de ceite derniere. 

La puce cu la pile de puces sont en outre 

f seiiement connectees a 1' interface de communication du 

5 dispositif a cravers les chemms de conduction 
elect rique precedemment realises. 

D'autres part icular it es et avantages de 1' invent ion 
apparaitront a la lecture de la description donnee a 
10 titre d'exemple illustratif et ncn limitatif et faite 
en reference aux figures annexees qui representent : 

La figure 1, deia decnte , est un schema en 
coupe transversals illustrant un procede 
traditionnel de fabrication de pile de circuits 

15 integres ; 

La figure 2, deja decnte, est un schema en 
coupe transversale illustrant un procede connu 
de fabrication de pile de circuits integres ; 

La figure 3 est une vue schematique de 
20 dessus d'une portion d'une piaquette de circuits 

integres faisant apparaitre les chemms de 
decoupe ; 

La figure 4 est une vue schematique de 
dessus d'une ouverture pratiquee .dans les 

25 chemms de decoupe selon le procede de 

1 ' invention ; 

La figure 5 est une vue schematique de 
dessus illustrant la metallisation des plots de 
contact selon le precede de 1' invention ; 

30 - La figure 6 est une vue schematique de 

dessus illustrant le sciage des chemms de 
decouoes selon le procede de 1' invention ; 
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La figure n est une vue en coupe de la 
metal! isation des plocs de contact selon le 
procede de 1' invention ; 

Les figures 8a et 8b sonc des vues 
5 schemat iques de differentes variantes de 

realisation des metailisat ions selon le procede 
de 1' invention ; 

La figure 9 iilustre schemat iquement 
1 ' empilement des circuits integres obtenu selon 
10 le procede de 1' invention ; 

La figure 10 iilustre schemat iquement une 
vue de dessus d'une variante de realisation de 
1 ' invention ; 

La figure 11 est une yue schemat ique en 
15 coupe de la figure 10. 

En se referant a la figure 3, qui iilustre une 
portion de plaquette 1 de circuits integres, chaque 
puce de circuit 10 est encadree par des chemins de 
20 decoupe 2 qui guideront le sciage de la plaquette 1 
pour individualiser les puces de circuit integre. 

Chaque puce 10 comprend, sur sa face active, des 
plots de contact 11 aptes a etablir un contact 
electrique avec une autre puce et/ou avec une interface 
25 de communication . 

La figure 4 est un gros plan de 1' intersection A 
entre deux chemins de decoupe 2 . 

Selon une caracterist ique essentielle du procede 
selon 1' invention, des ouvertures 20 sont realisees 
30 dans les chemins de decoupe 2 . Ces ouvertures 2 0 
traversent toute 1 ' epaisseur de la plaquette 1 . 

Selon le mode de realisation iilustre sur la figure 
4, 1'ouverture 20 est realisee a 1 ' intersect ion A des 
chemins de decoupe 2 . 
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?elon d'aucres nodes de realisation, des ouver:ures 
i: ceuvent e:re percees dans les cords des chemr.s de 
decoupe 2, pref erent iel iement a proximite des plots de 
cent act 11 des puces 10. 
5 L'ouvercure 20 de la plaque tee peuc etre realisee 

par decoupe laser, par micro usinage par decharges 
eiec:r:aues, cu par jet d'eau hauee pression, ou encore 
par tout autre moyen connu dans 1 ' etat de la technique. 

Sur la variante lllustree sur la figure 4, 
10 l'ouvercure presence une forme circulaire centree sur 
1 ' intersection A des chemins de decoupe 2. 

Avantageusement , I'ouverture 20 est realisee a 
prcximice des plots de contact 11 des quatre puces 10 
presentant un com sur 1 ' intersect ion A. 
15 La figure 5 iilustre 1'etape de realisation des 

chemins de conduction electrique. 

Ces chemins 25 sont realises dans un materiau 
conducteur tel qu'un metal ou un polymere conducteur 
par exemple. 

20 De maniere generale, ces chemins 25 couvrent les 

f lanes des ouvertures 20 et s'etendent d'un plot de 
contact 11 adjacent a une ouverture 20 lusqu'a un point 
de connexion 12. 

Selon les applications du precede, les points de 

25 connexion 12 se situent sur la face arriere de la puce 
10 ou sur sa face avant . Pour realiser une pile de 
circuits integres, les points de connexions se trouvent 
pref erent lellement sur la face arriere de chaque puce 
10 . 

30 Ces chemins de conduction electrique 25 peuvent 

etre realises selon differentes techniques connues . 

Une matiere conductrice peut , par exemple, etre 
impnmee sur une zone predetermines de la piaquette par 
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sengraphie ou par ~e: de matiere ~. 1 ' aide d'une tete 
d ' irr.oression . 

Les chemins 25 peuvenc egalemen: e:re realises, par 
exemule, par depot chimique de mar lere conductrice, par 
5 electrolyse, par pulverisation de matiere conductrice 
vaDorisee, ou encore par evaporation sous vide de 
mat lere conductrice . 

D'autres techniques de depot de matiere conductrice 
peuvent etre envisagees par un homme du metier tout en 
10 restant dans le cadre de cette invention. 

Comme illustre sur la figure 6, les puces 10 sont 
ensuite individualisees par sciage 21 des chemins de 
decoupe 2 . 

Le sciage 21 permet egalemen: de dissocier les 
15 plots de contact 11 metallises les uns des autres afin 

qu'il n'y ait aucun contact electrique entre des puces 

10 differentes sur la meme plaquette 1. 

La figure 7 illustre en coupe la zone couverte par 

un chemin de conduction electrique 25. Cette zone 
20 s'etend, en crochet, sur les plots de contact 11 

adjacent s a l'ouverture 20, sur les f lanes de 

1 ' ouverture 20 et sur la face arriere des puces en 

contact avec iadite ouverture 20 pour attemdre un 

point de connexion 12 . 
25 Un contact electrique est ainsi etablit entre les 

plots de contact 11 des puces 10 et les points de 

connexion 12 des faces arrieres respectives. 

Les figures 8a et 8b lllust rent des variantes de 

realisation du precede de fabrication selon 1' invention 
30 avec d'autres formats de decoupe d'ouvertures 2 0 et de 

chemins de conduction electrique 25. 

La figure 8a illustre une ouverture 20 de grand 

format percee en croix a 1 ' intersect icn des chemins de 

decoupe 2, avec une none eiectriquement conductrice 25 
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en arc de cercle rompue par le sciage 21 de la 
olaquette le long des chemm de decoupe 2 de maniere a 
dissocier chaque puce 10 e: ses contact 11. 

Une telle variance cermet une grande tolerance dans 
5 le positionnement lors de 1 ' empilement des puces de 
circuit integre. 

La figure 8b iilustre une variante dans laquelle 
quatre petites ouvertures 20 ont ete percees dans ies 
chemins de decoupe 2, a proximite des plots de contact 
10 11 de chaque puce 10. Une zone electriquement 
conductrice 25 couvre done une languette s'etendant de 
chaque plot de contact 11 .a 1'ouverture 20. 

Dans cette variante ie sciage 21 de la plaquette le 
long des chemins de decoupe 2 permettra uniquement 
15 d' individualiser les puces 10 sans rompre les chemins 
de conduction eiectrique 25 comme e'etait le cas dans 
ies autres yariantes decrites. 

D' autre formes de realisation d ; ouvertures 20 et de 
chemins 25 peuvent etre envisagees selon la taille et 
20 1 ' emplacement des plots de contact 11 sur les puces 10. 

La figure 9 iilustre 1' empilement des puces de 
circuit integre selon ie procede de fabrication de 
1 ' invention . 

25 Les puces de circuit integre 10, mdividualisees 

par sciage de la plaquette le long des chemins de 
decoupe 2, sont empiiees ies unes sur les autres de 
maniere a placer les points de connexion 12 et les 
plots de contact 11 de chaque puce 10 en vis a vis. 

30 Selon un autre mode de realisation, une pluralite 

de olaquettes 1 peuvent etre empiiees les unes sur les 
autres de maniere a placer les points de connexion 12 
et les plots de contact 11 de chaque puce 10 en vis a 
vis . 
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Apres connexion des piocs de contac: 11 enure eux, 
des piles de circuits incegres sent individualisees par 
sciage des chemins de decoupes 2 des piaquectes 1 
superposees . 

5 Les connexions entre ies plots de contact 11 des 

puces 10 empilees sont obtenues par collage ou par 
soudure des chemins de conduction electrique 25 ou par 
tout autre moyen adapte . 

Selon un mode de realisation pref erent iel , les 

10 connexions sont effectuees coilectivement , sur ies 
puces 10 empilees, en utilisant une colle 
thermoactivable et en chauffant collect ivement la pile 
de puces 10 . 

Selon d' autre modes de realisation, il est 

15 envisageable d'utiliser differents types de colle pour 
la connexion des chemins 25, tel qu'une colle a 
conduction anisotropique , ou une colle a conduction 
isotropique, ou une colle non conductrice qui presente 
un fort retrait lors de sa polymerisation de maniere a 

20 placer les plots de contact: 11 et les points de 
connexion 12 en vis a vis pour un contact mecanique. 

Selon un autre mode de realisation pref erent iel , 
les connexions sont effectuees collect ivement , sur les 
puce 10 empilees. 

25 La connexion collective peut etre realisee par 

soudure ul t rasonique . Une metallisation doree , ou 
aluminisee, par exemple, est appliquee sur les chemins 
de conduction eleccrique 25 et la pile de puces est 
mise en vibration par ultrasons de maniere a realiser 

30 une soudure intermetallique des contacts 11 et des 
points de connexion 12 metallises. 

La connexion collective peut egalement etre obtenue 
par z hermocompres s i on ou par compression thermosonique . 
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Selon d' au:re modes de realisation, les connexions 
des plots de ccncac: 11 avec les points de connexion 12 
peuvent et re obtenues par refusion d'un alliage plaque 
eel que de 1 ' e cain/plomb par exemple, 1' activation de 
5 la soudure etant obtenu par chauffage local du piaquage 
au moyen d'un faisceau cu d'une fibre laser par 
exemple . 

Les figures 10 .et 11 illustrent une application 

10 possible du precede selon la presence invention. 

Dans une telle application, les plots de connexion 
12 sont situes sur la face active de la puce 10. Les 
chemms de conduction eiectrique 25 permettent 
avantageusement d'amener les plots de contact 11 

15 respect lvement vers des points de connexion 12 situes 
sur le cote oppose de la face active de la puce 10, les 
chemms 25 passant par la face arriere de la puce 10. 

Cette application permet essent iellement de 
realiser une connexion directe entre la puce 10 et une 

20 interface de communication quelque soit le motif des 
plages de connexion de cette derniere, 1 ' emplacement 
des points de connexion 12 etant defini de maniere a se 
trouver respect ivement en vis ^ vis des plages de 
connexion de ladite interface. 

25 Une autre application possible du procede selon 

1' invention, non lilustre, consiste a realiser les 
points de connexion 12 sur la face arriere de la puce 
10 comme cela a precedemment ete decrit . 

Cependant, plutot que de realiser un empilement de 

30 puces 10, une unique puce est reportee directement sur 
une interface de communication. Ce report ne necessite 
aucun cabiage filaire, ni de retournement de la puce. 
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REVEND I CAT I ONS 

1. Procede de fabrication d'un dispositif portable 
a circuit mtegre, caracterise en ce qu'ii comporte les 
e tapes suivantes : 

5 - fourniture d'au moins une puce de circuit 

innegre (10) disposee sur au moins une plaquette 
(1) et entouree par des chemins de decoupe (2) ; 

realisation d' ouver cures (20 ) dans les 
chemins de decoupe (2) traversant la plaquette 

10 (1) ; 

real i sat ion de chemins de conduct ion 
electrique (25) couvrant le flanc de chaque 
ouverture (20) et s'etendant d'un plot de 
contact (11) d'une puce (10) adjacent a 
15 1' ouverture (20) jusqu'a un point de connexion 

(12) de la puce (10) . 

2. Procede de fabrication selon la revindication 1, 
caracterise en ce que les points de connexion (12) sont 

20 situes sur la face arriere de la puce (10) . 

3. Procede de fabrication seicn la revendicat ion 1, 
caracterise en ce que les points de connexion (12) sont 
situes sur la face active de la puce (10) , ie chemin de 

25 conduction electrique (25) traversant la face arriere 
de la puce ( 10 ) . 

4. Procede de fabrication selon 1 ' une des 
revendicat ions 1 a 3 # caracterise en ce qu'ii comporte 

30 en outre les etapes suivantes : 

individual isat ion d'une puce (10) par 
sciage des chemins de deccupe (2) 
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connexion des plots de contact (11) de la 
puce (10! a une interface de communication en 
piagant les points de connexion (12) de la puce 
(10) en vis a vis des plages de connexion de 
5 1' interface de communication. 

5. Precede de fabrication selon la revendicat ion 2, 
caracterise en ce qu'il comporte en outre les etapes 
suivantes : 

10 - mdividualisation d'au moins deux puces 

(10) par sciage des chemins de decoupe (2) ; 

empiiement des puces (10) individualisees 
de maniere a placer les points de connexion (12) 
et les plots de contact (11) de chaque puce (10) 
15 en vis a vis ; 

connexion des plots de contact (11) des 
puces (10) empilees a travers les chemins de 
conduction electrique (25) . 

20 6. Procede de fabrication selon la revendicat ion 2, 

une pluralite de plaquettes (1) comportant chacune une 
pluralite de puces (10), caracterise en ce qu'il 
comporte en outre les etapes suivantes : 

empiiement des plaquettes (1) comportant 
25 les puces (10) de circuit mtegre de maniere a 

placer les points de connexion (12) et les plots 
de contact (11) de chaque puce (10) en vis a 
vis ; 

connexion des plots de contact (11) des 
30 puces (10) empilees a travers les chemm de 

conduction electrique (25) ; 

individuaiisation des piles de puces (10) 
par sciage des chemins de decoupe (2) des 
olaauettes (1) superposees . 
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7. Procede de fabrication selon 1 ' une quelconque 
des revendications 5 a 6, caraccerise en ce que les 
connexions entre les plots de contact (11) et les 
5 points de connexion (12) des puces (10) empilees sont 
realisees par collage . 

S. Procede de fabrication selon la revendicat ion 7, 
caracterise en ce que le collage est realise 
10 collect ivemenc par thermoactivat ion . 

9. Procede de fabrication selon 1 ' une quelconque 
des revendications 5 a 6, caracterise en ce que les 
connexions entre les plots de contact (11) et les 

15 points de connexion (12) des puces (10) empilees sont 
realisees collect ivemenc par soudure thermosonique . 

10. Procede de fabrication selon 1 ' une quelconque 
des revendications 5 a 6 caracterise en ce que les 

20 connexions entre les plots de contact (11) et les 
points de connexion (12) des puces (10) empilees sont 
realisees collect ivemenc par thermocompression . 

11. Procede de fabrication selon 1 ' une quelconque 
25 des revendications 5a 6 caracterise en ce que les 

connexions entre les plots de contact (11) et les 
points de connexion (12) des puces (10) empilees sont 
realisees collect ivement par soudure ul trasonique . 

30 12. Procede de fabrication selon 1 ' une quelconque 

des revendications 5 a S, caracterise en ce que les 
connexions entre les plots de contact (11) et les 
points de connexion (12) des puces (10) empilees sent 
realisees collect ivement par refusion d ' un aliiage , 



FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26) 



BNSDOCID <WO_ 0075985A1 _\ > 



WO 00/75985 



PCT/FR00/0U64 



prealablement applique sur les cr.emms de conduction 
electrique (25) . 

13. Procede de fabrication seicn l'une quelconque 
5 des revendicacions 1 a 12, caracuerise en ce que les 

ouvertures (20) sont percees aux intersections des 
chemins de decoupe (2) . 

14. Procede de fabrication selon l'une quelconque 
10 des revendications 1 a 12, caracterise en ce que les 

cuvertures (20) sont percees sur les bords des chemins 
de decoupe (2) , a proximite des plots de contact (11) 
des puces ( 10) . 

15 15. Procede de fabrication selon l'une quelconque 

des revendications 1 a 14 , caracterise en ce que les 
chemins de conduction elect rique (25 ) sont realises en 
materiau metallique . 

20 16 . Procede de fabrication selon 1 ' une quelconque 

des revendications 1 a 14 , caracterise en ce que les 
chemins de conduction electrique (25) sont realises en 
polymere conducteur . 

25 17. Dispositif electronique comportant au moins une 

puce de circuit integre, caracterise en ce que les 
plots de contact (11) de la puce (10) sont relies a une 
interface de communication par des chemins de 
conduction electrique (25) portes au moins en partie 

30 par la puce (10) . 

18. Dispositif electronique comportant une pile 
d'au moins deux circuits integres, caracterisee en ce 
aue les connexions entre les plots de contact (11) des 
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puces (10) err.pilees sont assurees par contact 
eleccnaue a :ravers des chemins de conduction 
electrique (25) couvrant chacun le flanc de la puce 
(10) et s'etendant d'un plot de contact (11) j usque sur 
5 la face arriere de la puce (10) . 

19 Dispositif electronique selon la revendicat ion 
18, caracterise en ce que la pile de circuits integres 
est connectee a une interface de communication a 
10 travers au moins un des chemins de conduction 
electrique (25) portes au moins en partie par la puce 
(10) . 

20. Dispositif electronique selon l'une des 
15 revendications 17 ou 19, tel qu'un support a puce, un 
module electronique, une carte a puce, caracterise en 
ce que 1' interface de communication est de type avec 
et/ou sans contact. 

20 
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